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1996
精工时钟有限公司

1996
精工精密株式会社

1947
Wako Co., Ltd.

1917
株式会社服部钟表店

1892
精工舍

1937
株式会社第二精工舍

1983
精工电子工业株式会社

1997
精工电子有限公司

1970
株式会社精工舍

1983
株式会社服部精工

1997
精工株式会社

2007
精工控股株式会社

1881
服部钟表店

精工控股集团

1993
现在的 Seiko Time Systems Inc.

2001
精工表股份有限公司

2005
现在的 Seiko NPC Corporation

1959
诹访精工舍

1985
精工爱普生株式会社

2013
Seiko Solutions Inc.

1937年，作为精工集团的手表制造公司

创立了Seiko Instruments Inc.（SII）。

以制造要求高精确度和精密性的手表为出发点，

SII创造出了各种各样的技术和产品。

诸如；具备亚微米的加工精确度的加工机械以及精密加工部件，

在石英手表的开发过程中诞生的石英晶振以及微型电池等的电子部件，

小型且轻量，具备优越的低噪音性能的热敏打印机，

作为业务用大型喷墨打印机的主干部件的喷墨打印机头等。

今后，SII将继续凭借从创业时开始代代继承的“匠•小•省”的技术，

不断努力地创造出可满足社会需求的技术和产品。

创造出时间，充分利用时间，使时间更加丰富多彩

SC-12S ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7
SC-16S ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
SC-20S ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
SC-20T ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10
SC-20A（车载用） ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11
SC-32S ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12
SC-32A（车载用） ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13
SC-32P（R1=50kΩ max.）低ESR系列 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14

产品介绍

Ceramic package
石英晶振产品  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6

SSP-T7-F  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15
SSP-T7-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振） ⋯⋯⋯ 16

Plastic mold

VT-200-F  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17
VT-200-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振） ⋯⋯ 18
VT-150-F  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 19
VT-120-F  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20
VTC-120-F  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 21

Cylinder

石英晶振产品的选择确认表  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 24

环保活动  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 25

使用石英产品的注意事项  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 26

关于振荡电路的设计  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 29

关于包装方法  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31

高精度石英振荡器 32.768kHz SH-32S ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
Oscillator
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Ceramic package
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Ceramic package
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石英晶振产品

• 1.2×1.0mm，厚度为0.5mm max.的超小封装产品

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

单位：mm 单位：mm

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号
规　　格

条　　件
2端子 4端子

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.036±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 90kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 0.3μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.4pF typ.

频率老化程度 f_age ±5×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管
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特　点

● 世界最大等级的晶圆尺寸

● 拥有丰富的有关特性制作的经验和技巧

产品
系列

尺寸
（mm）

可对应的
频率偏差
（ppm）（※）

二次温度系数
（10ー6/℃2）

可对应的
负载容量
（pF）

串联电阻
（kΩ）

工作温度
范围（℃）

保存温度
范围（℃）

备注

SC-32S 3.2×1.5×0.85 ±20 (ー0.030±10%) 6、7、9、12.5 70 ー40～＋85 ー55～＋125

SC-32P 3.2×1.5×0.85 ±20 (ー0.033±10%) 6、7、9、12.5 50 ー40～＋85 ー55～＋125
低ESR要求
微机

SC-32A 3.2×1.5×0.85 ±20 (ー0.030±10%) 6、7、9、12.5 70 ー55～＋125 ー55～＋125 车载用

SC-20S 2.0×1.2×0.60 ±20 (ー0.030±10%) 6、7、9、12.5 70 ー40～＋85 ー55～＋125

SC-20T 2.0×1.2×0.35 ±20 (ー0.033±10%) 6、7、9、12.5 75 ー40～＋85 ー55～＋125
低背品

2端子/4端子

SC-20A 2.0×1.2×0.60 ±20 (ー0.030±10%) 6、7、9、12.5 90 ー55～＋125 ー55～＋125 车载用

SC-16S 1.6×1.0×0.50 ±20 (ー0.036±10%) 6、7、9、12.5 90 ー40～＋85 ー55～＋125

SC-12S 1.2×1.0×0.50 ±20 (ー0.036±10%) 6、7、9、12.5 90 ー40～＋85 ー55～＋125 2端子/4端子

表面安装（SMD）型晶振（陶瓷封装）

产品
系列

尺寸
（mm）

频率偏差
（ppm）

频率温度特性
ー40～＋85℃（ppm）

消耗电流
Typ.（μA）

工作电压（V） 温度补偿电压（V）
工作温度
范围（℃）

SHー32S 3.2×1.5×0.9 ±3 ±50 1.0 1.3～5.5 2.0～5.5 ー40～＋85

表面安装（SMD）型振荡器（陶瓷封装）

※可根据客户的规格要求进行应对，有关详情请向本公司咨询。

笔记本PC智能手机 智能电表 监控摄像机 可穿戴设备DSC 通信模块 保健设备

用　　途

表面安装（SMD）型晶振（Plastic mold）

VT-200-F

VT-200-FL

VT-150-F

VT-120-F

VTC-120-F

SSP-T7-F

SSP-T7-FL

圆柱型晶振

● 高平坦度的晶圆加工技术

● 品种丰富的晶振产品

导航仪

2端子 2端子

2端子

4端子

4端子4端子

SII的石英晶振可向世界提供“匠•小•省”的价值 SC-12S

特　　点

用　　途

基本规格

外形尺寸图 内部连接图

推荐焊接布局图

单位：mm

单位：mm
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Ceramic package
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Ceramic package
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备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.036±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 90kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 0.5μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.2pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管
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无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.030±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL  6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 70kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.3pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

1.0 Typ.
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4
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#1 #2

• 适用于高密度安装的SMD型，厚度为0.6mm max.的薄型

产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

• 适用于高密度安装的SMD型，厚度为0.5mm max.的薄型

产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

单位：mm 单位：mm单位：mm 单位：mm

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

SC-20SSC-16S

特　　点特　　点

用　　途用　　途

基本规格基本规格

外形尺寸图外形尺寸图 内部连接图内部连接图

推荐焊接布局图推荐焊接布局图
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Ceramic package
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Ceramic package

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。
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无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.030±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 90kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.3pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー55～＋125℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

1.0 Typ.
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#1 #2

#2#1

#1 #2

• 符合车载用标准规格　AEC-Q200

• 厚度为0.6mm max.的薄型产品

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化/符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

汽车音响，汽车导航仪，ECU预备时钟，车载时钟等

• 厚度为0.35mm max.的超薄型产品

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

智能卡，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号
规　　格

条　　件
2端子 4端子

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.033±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 75kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.0pF typ. 0.8pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

单位：mm

单位：mm
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2端子 4端子

单位：mm 单位：mm

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

SC-20A（车载用）

特　　点

用　　途

基本规格

外形尺寸图 内部连接图

推荐焊接布局图

2端子 2端子 4端子

4端子

SC-20T

特　　点

用　　途

基本规格

外形尺寸图 内部连接图

推荐焊接布局图
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Ceramic package

13

Ceramic package
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无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz 38.4kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.030±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 70kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.0pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

• 厚度为0.85mm max.的薄型产品

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.030±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 70kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.0pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー55～＋125℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

• 符合车载用标准规格　AEC-Q200

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

汽车音响，汽车导航仪，ECU预备时钟，车载时钟等

#2 #2#1 #1

#1 #1#2 #2

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

单位：mm 单位：mm 单位：mm

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

SC-32A（车载用）SC-32S

特　　点特　　点

用　　途用　　途

基本规格基本规格

外形尺寸图外形尺寸图 内部连接图内部连接图

推荐焊接布局图推荐焊接布局图

单位：mm
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Plastic mold
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Ceramic package
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无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.033±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 1.0pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

• 最适用于要求低ESR的微机（R1=50kΩmax.）

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

PC，平板电脑，BLE模块，可穿戴设备

1.
5±
0.
1

1.7 Typ. 1.0 1.0

1.
8

1.5

3.2＋0.1

C0.2

0.
75
±
0.
1

1.
5±
0.
1

1.7 Typ. 1.0 1.0

1.
8

1.5

3.2＋0.1

C0.2

0.
75
±
0.
1

1.
5±
0.
1

1.7 Typ. 1.0 1.0

1.
8

1.5

3.2＋0.1

C0.2

0.
75
±
0.
1

#1 #2

#2#1

#1 #2

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.033±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 65kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 0.9pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

• 厚度为1.4mm max.的薄型产品

• 适用于高密度安装的SMD型产品

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 符合EU RoHS指令产品/无卤素

• 无铅化

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

手机，可穿戴设备，各种模块，各种微机的预备时钟等

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

单位：mm 单位：mm

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

SSP-T7-FSC-32P（R1=50kΩ max.） 低ESR系列

特　　点特　　点

用　　途用　　途

基本规格基本规格

外形尺寸图外形尺寸图 内部连接图内部连接图

推荐焊接布局图推荐焊接布局图

单位：mm 单位：mm

#1

#4

#2

#3



无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.035±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 0.9pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー40～＋85℃ 单件保管

• Φ2.0圆柱形状

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

• 优良的耐冲击性，耐环境性

• 符合EU RoHS指令产品

• 无铅化

显示时刻以及定时器用时钟，遥控器，电力• 自来水计数

仪表和各种微机的预备时钟

单位：mm

（  0.26）

6.0 +0.10
−0.15 5.0 min.

（
0.

65
）

2.
0 

m
ax

.
φ

φ

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VT-200-F

特　　点

用　　途

基本规格

外形尺寸图

17

Cylinder

16

Plastic mold
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■注意事项
SSP-T7-FL的规格为超低消耗电力微控制器专用。为了避免发生振荡故障，普通的微控制器请不要使用本产品。
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备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.01μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.033±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 3.7pF, 4.4pF, 6.0pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 65kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.01μW typ.

并联容量 C0 0.9pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー55～＋125℃ 单件保管

• 与普通用的石英晶振（负载容量12.5pF）产品相比，可将待机时

的消耗电力削减到原有的1/10（＊1）

• 适用于高密度安装的SMD型产品，厚度为1.4mm max.

• 优良的耐冲击性，耐热性

• 符合EU RoHS指令产品/无卤素

• 无铅化

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振
（＊1） 用于对应了低CL的微机

• 要求降低待机消耗电力的家电产品

• 要求延长电池使用寿命的电池驱动设备

SSP-T7-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振）

特　　点

用　　途

基本规格

外形尺寸图 内部连接图

单位：mm 单位：mm

推荐焊接布局图
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#2

#3
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无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.01μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.035±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 3.7pF, 4.4pF, 6.0pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.01μW typ.

并联容量 C0 0.9pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー40～＋85℃

保存温度范围 T_stg ー40～＋85℃ 单件保管

• 与普通用的石英晶振（负载容量12.5pF）产品相比，可将待机时

的消耗电力削减到原有的1/10（＊1）

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

• 优良的低驱动特性

• 符合EU RoHS指令产品

• 无铅化
（＊1） 用于对应了低CL的微机

• 要求降低待机消耗电力的家电产品

• 要求延长电池使用寿命的电池驱动设备

■注意事项
VTー200ーFL的规格为超低消耗电力微控制器专用。为了避免发生振荡故障，普通的微控制器请不要使用本产品。

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.035±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 0.9pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー10～＋60℃

保存温度范围 T_stg ー30～＋70℃ 单件保管

• Φ1.5圆柱形状

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

• 优良的耐冲击性，耐环境性

• 符合EU RoHS指令产品

• 无铅化

显示时刻以及定时器用时钟，遥控器，

各种微机的预备时钟等

单位：mm单位：mm

（  0.22）

5.0 max. 5.0 min.

（
0.

45
）

1.5
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ax
.

φ

φ

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VT-150-FVT-200-FL（低消耗电力微控制器用SMD低CL晶振）

特　　点特　　点

用　　途
用　　途

基本规格基本规格

外形尺寸图外形尺寸图
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CylinderCylinder

（  0.18）

5.0 min.4.7 max.

（
0.

3）

1.
2 

m
ax

.
φ

φ

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 32.768kHz

频率容许偏差 f_tol ±5×10ー6，±10×10ー6，±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋25±5℃

二次温度系数 B (ー0.035±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 0.8pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー20～＋60℃

保存温度范围 T_stg ー30～＋70℃ 单件保管

• Φ1.2圆柱形状

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

• 优良的耐冲击性，耐环境性

• 符合EU RoHS指令产品

• 无铅化

小型•薄型手表

各种微机的预备时钟等

无特殊注明时的条件下 (测定温度:25±2℃，DL：0.1μW)

项　　目 记　号 规　　格 条　　件

公称频率 f_nom 40.0034kHz 60.0035kHz 77.5036kHz

频率容许偏差 f_tol ±20×10ー6 * 有关其他的偏差，请向本公司咨询

顶点温度 Ti ＋23±5℃ ＋22±5℃

二次温度系数 B (ー0.035±10%)×10ー6/℃2

负载容量 CL 10.0pF * 有关其他的CL，请向本公司咨询

串联电阻 R1 65kΩ max. 50kΩ max.

绝对最大激励等级 DLmax. 1.0μW max.

推荐激励等级 DL 0.1μW typ.

并联容量 C0 0.80pF typ. 0.75pF typ. 0.70pF typ.

频率老化程度 f_age ±3×10ー6 +25±3℃，第一年

工作温度范围 T_use ー20～＋60℃

保存温度范围 T_stg ー30～＋70℃ 单件保管

• Φ1.2圆柱形状

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

• 优良的耐冲击性，耐环境性

• 符合EU RoHS指令产品

• 无铅化

电波手表用

单位：mm

（  0.18）

5.0 min.4.7 max.

（
0.

3）

1.
2 

m
ax

.
φ

φ

单位：mm

备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。备注：在设计电路线路板时，请不要在石英晶振安装部位(底部)进行电路布线。

VTC-120-F

特　　点特　　点

用　　途用　　途

基本规格基本规格

外形尺寸图外形尺寸图

VT-120-F
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OscillatorOscillator

项　　目 记　号 规　格 单　位 条　　件

公称频率 f_nom 32.768 kHz

电源电压
工作电压 VDD 1.3～5.5 V （＊1）

温度补偿电压 VTEM 2.0～5.5 V

温度范围
保存温度 T_stg ー55～＋125 ℃

工作温度 T_use ー40～＋85 ℃

频率容许偏差 f_tol ±3 ×10ー6 ＋25℃，VDD=3.3V

频率温度特性 f0ーTc ±50 ×10ー6 ー40～＋85℃（＋25℃标准）

频率电源电压特性 f0_VDD ±1 ×10ー6/V

消耗电流 IDD
1.0 Typ. μA

VDD=3.3V，负载
2.0 Max. μA

波形对称 SYM 50±10 ％ 15pF负载

上升/下降时间 tr/tf 50 Max. ns 15pF负载，输出等级20～80%

输入电压等级
VIL 0.2VDD Max. V INHN端子

VIH 0.8VDD Min. V INHN端子

输出电压等级
VOL 0.4 Max. V IoL=0.4mA，VDD=2.0V

VOH VDDー0.4 Min. V IoH=ー0.4mA，VDD=2.0V

输出负载容量 CLOUT 15 Max. pF CMOS负载

振荡开始时间 t_str 0.5 Max. sec ＋25℃

频率老化 f_aging ±3 ×10ー6 ＋25℃，VDD=3.3V，第一年

项目 记　号 条件 定格 单位

电源电压范围 VDD VDDーVSS間 ー0.3～＋6.5 V

输入电压范围 Vin 输入端子（INHN） ー0.3～VDD＋0.3 V

输出电压范围 Vout 输出端子（Q） ー0.3～VDD＋0.3 V

输出电流 Iout 输出端子（Q） ±10 mA

INHN端子 （输入） Q端子 （输出） 振荡部状态 备注

"H"等级 32.768kHz输出 工作 ー

"L"等级 HiーZ 工作 ー

OPEN ー ー 禁止使用

温度范围 （℃） 频率温度特性 （×10ー6）

0～＋50 ±20

ー10～＋60 ±30

ー20～＋70 ±40

ー40～＋85 ±50

项目 记　号 条件 MIN TYP MAX 单位

工作时消耗电流

（温度补偿间隔2s时）
IDD

INHN=VDD=3.3V，无负载

Ta＝ー40℃～＋85℃
ー 1.0 2.0 μA

INHN=VDD=5.0V，无负载

Ta＝ー40℃～＋85℃
ー 1.5 3.0 μA

启动时消耗电流 IBOOT
INHN=VDD=3.3V，无负载

Ta＝ー40℃～＋85℃
ー 1.5 2.5 μA

禁用时电流 IDIS
INHN=VSS=0V，无负载

Ta＝ー40℃～＋85℃
ー 0.6 1.5 μA

• 优良的频率精度和温度特性

• 低消耗电流

• 无铅化

• 符合EU RoHS指令产品

• 内置了高信赖性，经过光刻技术加工的石英晶振

智能仪表，IoT设备，可穿戴设备，

产业设备（高精度计时功能），各种活动的数据记录设备

※无特殊注明（条件）时，特性值（规格）为工作温度，电源电压范围内的规格。
（＊1）低于2V以下时，频率温度补偿工作变为非工作。

※为了能使本产品稳定工作，在VDDーVSS之间，请安装0.1μF以上的陶瓷电容器，请安装在本产品的附近。

※启动时消耗电流是为了缩短振荡开始时间（Ωt_str），增强振荡部驱动能力的消耗电流。

从电源投入到开始振荡后的0.5s为止的时间内（t_str+0.5s），启动电路开始工作。

◆ 石英晶振
■ SHー32S

※INHN端子（#1）为Hi等级的32kHz输出

单位：mm

#1无MCU控制板时，
请与#4的VDD连接

特　　点 绝对最大额定值

消耗电流特性

INHN端子的功能

用　　途

基本规格

外形尺寸图 频率温度特性

频率温度特性规格 与MCU的电路连接例

高精度石英振荡器　32.768kHz　SH-32S
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石英晶振产品的选择确认表 环保活动

首先感谢您考虑使用本公司的石英晶振／振荡器，针对下述项目请告知您的需求。

我们将根据您的使用条件的应用电路，特性等，为您提供最适合的产品。

1. 探讨的产品

（1）圆柱型晶振 □VT-200-F □VT-200-FL □VT-150-F

 □VT-120-F □VTC-120-F

（2）Plastic mold型晶振 □SSP-T7-F □SSP-T7-FL

（3）陶瓷封装型晶振 □SC-32S □SC-32A □SC-32P

 □SC-32S（38.4kHz） □SC-20S □SC-20T

 □SC-20A □SC-16S □SC-12S

（4）振荡器 □SH-32S

２．应用电路

　 

3．用途

（1）使用的半导体

□通用微机 □ASIC □RTC □其他

□厂家，产品名

（2）用途

□手表 □待机 □通信

□其他

4．石英晶振的要求规格

（1）公称频率

□32.768kHz □其他 kHz

（2）工作温度范围

□ー40～+85℃ □其他 ℃

（3）频率容许偏差（25±2℃）

□±20ppm □±10ppm □±5ppm

□其他 ppm

（4）负载容量

□12.5pF □9pF □7pF □6pF

□其他 pF

（5）端子数（SC-12S以及SC-20T）

□2端子 □4端子

5．振荡器的要求规格

（1）频率温度特性

□±50ppm（ー40～+85℃）　　□±40ppm（ー20～+70℃）

□±30ppm（ー10～+60℃）　　□±20ppm（0～+50℃）

6．特殊要求规格（共通）　●车载，医疗设备等，对产品品质有特殊的要求规格时

7．其他

SII集团积极参与有助于企业活动与地球环境相融合的环保活动，以3个绿化「绿化工艺•绿化产品•绿化生活」为基本
理念，积极开展环保活动，为实现可与所有的生命共生存的可持续发展的社会做出积极的贡献。

环保理念

• 推进LCA（生命周期评估）
• 推进无铅焊接

• 扩大绿化采购
• 扩大SII绿化商品
• 对应无卤素

1. 提供符合环保要求的产品和服务

精工集团的环保理念

石英晶振事业具体展开的活动

• 积极推展制造工艺的节能化
　推展空调设备的高效率运行等的对策，在销售额不断扩大的环境下，积极展开削减CO2排放量的活动。

2. 积极推展节能活动，为防止地球温化做出贡献

•  全面废弃和替代有害性，危险性高的物质，回收再利用石英晶振电极膜，Plastic mold塑胶和引线框架等。
　→ 推展节省能源以及3R活动

3. 继续展开零排放活动，推动节省能源•回收再利用和削减废弃物品的活动

•   早期废弃破坏臭氧层的物质
 在1991年度末全面废弃特定的氟，在1992年度末全面废弃三氯乙烷，在1996年度末全面废弃二氯甲烷。
•   制定绿化采购标准，特定出含有禁止物质的全面废弃物质，积极推进对应国际法规和限制标准(RoHS指令和WEEE 
等)的活动。

4. 削减化学物质和彻底实施管理

•  工厂临近历木县太平山县立自然公园，具备良好的立地条件，在做好工厂绿化的同时，加深与地区住民之间的交流，为
地区社会作出功献。

5. 绿化生活

6. SMD石英晶振的小型化的推移状况

产品名

SSP-T7-F SC-32S SC-16S SC-12S

面积（mm2Max.） 10.5 5.3 1.9 1.43

高度（mmMax.） 1.4 0.85 0.5 0.5

重量（mg） 28 12 2.8 2.0
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使用石英产品的注意事项使用石英产品的注意事项

1. 安装圆柱型晶振时的注意事项

• 安装到基板上之后，如果要弯曲基板等使其变形时，石英晶振与基板之间的焊接部位会脱落，Plastic mold会发生裂纹，
而有可能导致内部元件被破坏等。特别是要切割装载了石英晶振的基板时，有可能会施加较大的压力。要最小限度地

减轻对产品的压力，请探讨最佳的基板布局和切割方法。

• 将产品自动安装到基板上时，如果会对石英晶振造成较大的冲击，则有可能会导致特性的变化/恶化以及产品被破坏。
进行自动安装时，请设定好考虑了对石英晶振造成冲击的条件。另外，请事先进行安装测试，确认不会对石英晶振造成

影响。

• 要将产品安装到与石英晶振封装所使用的陶瓷备有不同的膨胀系数的基板上时，如果在长时间内温度会发生反复的急
剧变化，则焊接部位有可能会发生龟裂。在这种环境下使用时，恳请贵公司事先进行测试，确认不会对石英晶振造成影

响。

• 由于陶瓷产品是小型，薄型产品，安装后需要进行调整或修改时，请充分考虑和选用所使用的固定工具以及操作方法。

3. 安装陶瓷封装产品时的注意事项

2. 安装Plastic mold产品时的注意事项

• Cylinder
  焊接位置仅限为从导脚密封玻璃部远离1.0mm以上的部分，请勿焊接外壳。
  此外，高温，长时间的加热有可能会导致特性恶化及晶振破损，因此对导脚部位的加热请控制在300℃以下，5秒钟以内
（外壳部位为 150℃以下）。

• 陶瓷封装，Plastic mold，振荡器
 回流焊的温度条件如下所示 (参阅图8)。

4. 焊接方法

• 音叉型晶振由于采用小型，薄型的晶振芯片，以及相对而言频率与超音波清洁器相近，所以会由于共振而容易受到破
坏，因此请不要用超音波清洁器来冲洗晶振。

5. 关于冲洗清洁

• 从设计角度而言，即使石英产品从高度75cm处落到硬质木板上三次，按照设计不会发生什么问题，但因落下时的不同
条件而异，有可能导致石英芯片的破损。在使之落下或对它施加冲击之时，在使用之前，建议确认一下振荡检查等的条

件。

 • SMD石英产品与电阻以及电容器的芯片产品不同，由于在内部对石英片进行了密封保护，因此关于在自动安装时由于
冲击而导致的影响，请在使用之前，恳请贵公司另外进行确认工作。

• 请尽量避免将本公司的音叉型晶振与机械性振动源(包括超声波振动源)安装到同一块基板上，不得已要安装到同一块
基板上时，请确保晶振能正常工作。

6. 关于机械性冲击

密封玻璃 

导脚 

外壳 

图 1 

密封玻璃导脚 

外壳 

图 2 

破损处 

图 3 
 

镊子或钳子 

外壳 

导脚 

图 4 

焊接剂

线路板

0.5mm 

图 5 图 6 

0.5mm 

焊接剂 

D

L
焊接剂 

L > D

图 7

2.0mm

• 构造
圆柱型晶振（VT/VTC）用玻璃密封 (参阅图1和图2)。

• 修改弯曲导脚的方法
(1) 要修改弯曲的导脚时，以及要取出晶振等情况下不能强制拔出导脚，如果强制地拔出导脚，会引起玻璃的破裂，而导
致壳内真空浓度的下降，有可能促使晶振特性的恶化以及晶振芯片的破损(参阅图 3)。

(2) 要修改弯曲的导脚时，要压住外壳基侧的导脚，且从上下方压住弯曲的部位，再进行修改(参阅图 4)。

• 弯曲导脚的方法 
(1) 将导脚弯曲之后并进行焊接时，导脚上要留下离外壳0.5mm的直线部位。如果不留出导脚的直线部位而将导脚弯曲，
有可能导致玻璃的破碎 (参阅图5 和图6)。

(2) 在导脚焊接完毕之后再将导脚弯曲时，务必请留出大于外壳直径长度的空闲部分 (参阅图7)。

应注意将晶振平放时，不要使之与导脚相碰撞，请
放长从外壳部位到线路板为止的导脚长度 (L) ，
并使之大于外壳的直径长度(D)。

如果直接在外壳部位焊接，会导致壳内真空浓度的下
降,使晶振特性恶化以及晶振芯片的破损。

 图1 图2

 图3 图4

 图5 图6 图7

• 安装到基板上之后，如果要弯曲基板等使其变形时，石英晶振与基板之间的焊接部位会脱落，Plastic mold会发生裂纹，
而有可能导致内部元件被破坏等。特别是要切割装载了石英晶振的基板时，有可能会施加较大的压力。要最小限度地

减轻对产品的压力，请探讨最佳的基板布局和切割方法。

• 将产品自动安装到基板上时，如果会对石英晶振造成较大的冲击，则有可能会导致特性的变化/恶化以及产品被破坏。
进行自动安装时，请设定好考虑了对石英晶振造成冲击的条件。另外，请事先进行安装测试，确认不会对石英晶振造成

影响。
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图 8 

注: 所示温度为线路板的表面温度。 
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SMD 产品的焊接条件例（260℃ peak ：无铅产品）

图8
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使用石英产品的注意事项 关于振荡电路的设计

• 石英振荡器在电路板的背面安装IC。虽然进行了树脂密封，但也不要让夹子，坚硬的工具以及模具等直接接触到IC面。若
IC遭到损伤则会导致发生故障，务请充分注意。

7. 使用方法

• 发生结露时，由于可能会导致错误工作，请考虑所使用的产品的温度•湿度后再予以使用。

8. 使用环境

• 安装时的注意事项
振荡器备有极性，若反向安装，则会导致发生错误工作以及破损。务请充分注意极性。

• 关于输入端子
输入端子的使用方法请遵照各产品的规格。

• 关于基板布线
进行电源线/地线的布线时，为了使阻抗变小请采用较粗的布线。
进行信号线的布线时，为了使阻抗变小请采用较粗的布线。请将IC与本产品的连接控制在最短的距离。

• 关于噪音
若对端子施加过大的外来噪音，有可能引发latch-up现象以及静电破坏等的故障。

• 关于热压力
急剧的温度变化等有可能导致石英晶振/IC的恶化。请在规格书所记载的条件范围内使用。

• 关于电源投入
由于可能导致错误工作以及不振荡，因此在电源投入时务请充分注意。

9. 关于振荡器

• 若在高温/低温环境下长期保管石英产品，会导致合以频率为首的各种特性的恶化。进行保管时，请遵照以下温度，湿度
稳定条件，并避免进行长期保管。

温度，湿度稳定条件：温度+15℃～+35℃，湿度25%RH～85%RH

• 产品以带盘形状交货时，如果对其施加压力有可能导致带盘以及卷带变形。

10. 产品保管上的注意事项

• 石英晶振的激励等级可以按照晶振的各种工作状态下的消耗电力，或按照电流的等级来进行表示(参阅图9, 10和图11)。
如果利用过大的电力来使晶振工作，有可能产生频率不稳定等特性的恶化，以及导致石英芯片破损的危险。在使用之

前，建议进行电路设计时，确认一下所使用的激励等级不超过绝对最大激励等级。

1. 激励等级 (或驱动等级：DL）

• 负载容量 (CL) 是用来决定在振荡电路中晶振频率的参数，从加在振荡电路中晶振两端的电容可知负载容量(参阅图12)。
因振荡电路的负载容量的不同，晶振的频率会相应地产生变动。为了获得目标的频率精度，必须使晶振与负载容量相

匹配。在使用时，请根据相应晶振的负载容量，将振荡电路的负载容量设定为与其相符。

2. 振荡频率和负载容量（CL）

＊Cg,Cds,Cos表示印刷基板的布线容量以及部件的寄生容量。
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Cs=电路的浮动容量
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图12
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C0 

图 9   石英晶振的等效电路

Rf 

IX 

Cg Cd 

Rd 

图 10   振荡电路示例

石英晶振 振荡电路

IX

CLLe

Re −R

激励等级: DL
2

2
DL= IX ·Re　
Re= R1(1+Co/CL)　
       IX: 流经晶振的电流
     Re: 晶振的有效电阻

图 11  晶振与振荡电路之间的关系图9 石英晶振的等效电路 图10 振荡电路事例 图11 晶振与振荡电路之间的关系

图13
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关于振荡电路的设计 关于包装方法

• 在装入聚乙烯袋之后,再进行装箱和发送产品。

装箱包装

产品名称 1带盘的数量

SSP-T7-F/SSP-T7-FL

SC-32S/SC-32A/SC-32P/SC-20S/SC-20T/ 3,000个

SC-20A/SH-32S

SC-16S/SC-12S 5,000个

卷带包装

卷带和带盘的形状態

• 带盘形状

产品名称 带盘内宽度 带盘外宽度 产品名称 带盘内宽度 带盘外宽度

SSP-T7-F/SSP-T7-FL 17.0mm 19.4mm SC-32S/SC-32A/SC-32P/SH-32S 13.0mm 15.4mm

φ1
80

19.4 ±1.0

120ﾟ120ﾟ

3-2.2

17+1.0
 0φ13φ21

φ5
0

φ1
80 φ6
0

15.4

13

120ﾟ120ﾟ

3-2

φ13φ21

产品名称 带盘内宽度 带盘外宽度

SC-20S/SC-20T/SC-20A/
SC-16S/SC-12S 9.0mm 11.4mm

φ1
80 φ 6
0

120ﾟ120ﾟ

3-2

φ13φ21

9

11.4

• 为了使石英晶振在振荡电路中可以稳定地发生振荡，电路的负性电阻与晶振的等效串联电阻相比，必须具有充分大的容
量(振荡宽限要大)。建议将振荡宽限设置为晶振的等效串联电阻的5倍以上。

3. 振荡宽限

产品名称 1包的数量 1袋的数量 1箱内的袋的数量

VT-200-FL / VT-200-F / VT-150-F 10,000个 500个/袋 20袋/1箱

VT-120-F / VTC-120-F 20,000个 1,000个/袋 20袋/1箱

Rd

Rx
Cd

Rf

Cg

关于频率温度特性
音叉型石英晶振的频率温度特性如左侧的曲线图所

示，显示了以+25℃为顶点的负向2次方程曲线。
温度范围越宽，则频率的变化量也越大，因此，需要考

虑一下所使用环境的温度范围和必要的精度。

频率温度特性的近似公式

f_tem = B（TーTi）2

B ：二次温度系数

T ：任意的温度

Ti ：顶点温度

典型值

B    −3.5×10 2
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图14

振荡宽限评价方法的示例
与晶振串联连接上纯电阻Rx，确认振荡的开始或结束。
缓慢地使Rx值逐渐变大，开始或结束振荡时的最大电
阻Rx加上晶振的有效电阻Re，就是该电路的大概负性
电阻的数值。

负性电阻   |－ R| = Rx ＋ Re

|－ R|为晶振的等效串联电阻的最大值 (R1 max.) 的

5倍以上。

*Re为振荡时的有效电阻值。

　Re = R1（1＋  　  ）
2C0

CL
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SC-20T 0.23±0.05

5ﾟ

0.40±0.05

2.2
5±0

.05

B-B

• 卷带形状 单位：mm

产品名称 SSP-T7-F/SSP-T7-FL 产品名称 SC-32S/SC-32A/SC-32P/SH-32S

 B-B

0.3 ±0.05

1.4±0.1
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±0
.1

(4.
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A A
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产品名称 SC-20S/SC-20T/SC-20A 产品名称 SC-16S

产品名称 SC-12S

• 关于使用带盘的注意事项

(1) 请将产品保管在温度，湿度均稳定的环境下(请参考JIS Z-8703试验所的标准状态)。应避免长期保管，在打开包装之
后请马上进行安装的工作。

　 温度，湿度稳定的条件（温度：+15～35℃，湿度：25～85％RH）
(2) 请慎重地保管包装箱以及带盘。
　 如果对其施加压力有可能导致带盘以及卷带变形。
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